19/03/2981 17:28 +'49-89-34013990 
GR 00 P 1568 


PATENTANWALT 


S. 04 


1 

Beschreibung 

Leiterbahn-Schichtstruktur und Vorstufe zu dieser 

5 Die Erfindung betrifft eine Leiterbatin-Schichtstruktur und 
eine Vorstufe fur diese- 

zum Anschluss elektronischer Bauteile wie Halbleiterchips, 
Kondensatoren usw. oder weiterer AnschluBebenen werden haufig 

10 Leiterbahn-Schichtstrukturen verwendet, welche eine Vielzahl 
von Leiterbahnen aufweisen/ welche auf einem elektrisch iso- 
lierenden Trager angeordnet sind, Als Tr&ger kounen flexible 
Folien Oder auch steife Trager verwendet werden* AuBerdem 
konnen die Leiterbahn-Schichtstrukturen zus&tzlich zu den 

IS Leiterbahnen gegebenenf alls weitere Anschlufiebenen aufweisen. 
Die Leiterbahnen werden im Verlauf der Herstellung ublicher- 
weise mit einer galvanischen Beschichtung versehen* Fur diese 
elektrochemische Beschichtung werden die Leiterbahnen einer 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e an eine Stromquelle ange- 

20 schlOSSen und in eine Galvanisationsldsung eingetaucht. Nach 
Abschluss der Galvanisierung mUssen die Leiterbahn-Stromlei- 
tungen, welche die Leiterbahnen mit der stromquelle verbunden 
haben, durchtrennt warden, urn die Leiterbahnen auf der Lei- 
terbahn-Schichtstruktur fUr die sp&tere Verwendung elektrisch 

25 gegeneinander zu isolieren. 

Fig. 5a seigt eine typische Anordnung von Leiterbahnen und 
Lei terbahn-Stromlei tungen in einer herkomiulichen Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vprstuf e . Die Leiterbahn-Schichtstruktur-Vpr- 

30 stufe 1 weist einen elektrisch isolierenden Trager 3 auf, in 
dessen Innenbereich 4 (zwlschen den gestrichelten Linien) 
Leiterbahnen 2 ausgebildet sind. Fur die Galvanisierung sind 
die Leiterbahnen 2 Ober Lei terbahn-Stromlei tungen 7 an Strom- 
leitungen 6 angeschlossen, welche sich in gegeniiberliegenden 

35 seitlichen Randbereichen 5 der Leiterbahn-Schichtstruktur- 
Vorstufe 1 befinden. Die Stromleitungen 6 sind wahrend der 
Galvanisierung mit einer nicht dargestellten Stromquelle ver- 
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bunden. Mit 8 sind Anschiusspads fur Lotkugeln bezeichnet, 
welche 2Um Anschluss der Leiterbahnen an eine andere An- 
schlussebene Oder ein elektronisches Baueleiuent dienen kon- 
nen . 

5 

Im Stand dor Technik ist es ublich, mehrere Leiterbahnen 2 
mit einer Leiterbahn-Stromleitung 7 an eine seitliche Strom- 
leitung 6 an2uschlie6en. Ein derartiger gemeinsamer Anschluss 
von Leiterbahnen 2 ist in Fig. 5a far die beiden unteren Lei- 

10 terbahnen dargestellt. Die Leite ( rbahn-Stromieitung 7, welche 
an die rechte Strcmleitung 6 angeschlossen ist, verbindet zu- 
nachst die beiden unteren Leiterbahnen 2 raiteinander und wird 
dann seitlich nach auflen zur Stromleitung 6 geftihrt. Nach Ab- 
schluss der Galvanisierung werden die seitlichen Randbereiche 

15 5 der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e 1 durch Wegstanzen 
entfernt. Die elektrische Verbindung der beiden unteren Lei- 
terbahnen bleibt dabei jedoch bestehen. FUr die weitere Ver~ 
wendung der Leiterbahn-Schichtstruktur muss diese elektrische 
Verbindung zwischen den Leiterbahnen unterbrochen werden. 

20 Dies geschieht auf mechanischem Wege/ indem eine der Leiter- 
bahnen 2 im Bereich der Sollbruchstelle 9 durchbrochen wird. 

Fig- 5b zeigt die Anordmmg gem&ft Fig. 5a im Querschnitt ent- 
lang einer der beiden unteren Leiterbahnen. Die Leiterbahn- 

25 Schichstruktur ist auf einem elektronischen Bauteil 10 befe- 
stigt. Im Bereich des Bindungsf ensters 11/ in welchem die 
Leiterbahn freiliegt, ist die Leiterbahn-Schichstruktur 1 
elektrisch leitend mit einem Bondpad 12 einer Leitungsebene 
13 des elektronischen Bauteils 10 kontaktiert. Im Bereich des 

30 Fensters 11 befindet sich auch die Sollbruchstelle 9. Die Fi- 
gur zeigt den Zustand, in welchem die Sollbruchstelle 9 be- 
reits zerstort ist. Voraussetzung fur das Durchtrennen der 
Leiterbahn im Bereich der Sollbruchstelle 9 ist, dass die 
Sollbruchstelle zur darunter liegenden Ebene einen hinrei- 

35 chenden Abstand aufweist und der zu durchtrennende Bereich 
der Leiterbahn eine hinreichende Lange besitzt, damit die zum 
Durchtrennen erf orderliche Spannung erzeugt werden kann, Ohne 
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einen Mindestabstand der Leiterbahn von der darunter liegen- 
den Ebene im Bereich der Sollbruchstelle 9 sowie eine Mirr- 
destl&nge der Leiterbahn in diesem Bereich ware eine Durch- 
trennung der Leiterbahn also nicht mdglich, Als Folge davon 
5 weisen herk$mraliche Leiterbahn-Schichtstrukfcur eine gr^Bere 
Dicke auf, als wttnschenawert ware, und der Bereich vm die 
Sollbruchstelle ninsut einen relativ gro^en Raum auf der Lei- 
terbahn-Schichtstruktur ein. Ein weiterer Nachteil besteht 
darin, dass beim Burchtrennen der Leiterbahnen im Bereich der 
10 Sollbruchstelle auf die Leiterbahn und die umliegende Umge- 
bung der Leiterbahn-Schichtstruktur eine hohe Spannung ausge- 
Ubt wird. Diese kann zur Besch&digung der Leiterbahn- 
Schichtstruktur, spezieli der Leiterbahn selbst fUhren. 

15 A u f g a b « der Srfindung 1st es demgeia&fl, eine Leiter- 
bahn-Schichtstruktur-Vorstufe und eine Leiterbahn- 
Schichtstruktur anzugeben, welche die beschriebenen Nachteile 
nicht aufweisen. 

20 . Die LOsung dieser Auf gabe gelingt mit der Leiterbahn- 

Schichtstruktur-Vorstufe geia&fi Ansprtichen 1 bis 3 sowie der 
Leiterbahn-Schichtstruktur gemak Anspruch 4 . 

In der erf indungsgem&£en Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe 
25 sind die Leiterbahnen, welche auf llbliche Weise auf einem 

elektrisch isolierenden Trager angeordnet sind, derartig mit 
wenigstens einer Stromleitung verbunden, welche sich in einem 
seitlichen Randbereich der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vor- 
stufe befindet, dass jede der Leiterbahnen jeweils mit einer 
30 gesonderten Leiterbahn-Stromleitung an die wenigstens eine 
seitlich verlaufende Stromleitung angeschlossen ist* im Un- 
terschied zum Stand der Technik sind die Leiterbahnen inner- 
halb des Innenbereichs der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vor- 
stufe gegeneinander elektrisch isoliert. 

35 

Diese Anordnung hat den Vorteil, dass im Innenbereich der 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e nach einem Galvanisie- 
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rungsvorgang keine elektrischen Verbindungen zwischen cien 
einzelnen Leiterbahnen unterbrochen werden mUssen. Es ist 
vieimehr ausreichend, wenn die seitlichen Randbereiche, in 
welchen die Stromleitungen, welche wahrend des Galvanisati- 
5 onsvorgangs zum Anschluss an eine Stromquelle dienen, ange- 
ordnet sind, nach dem Galvanisieren entfernt werden. Das Ent- 
fernen der seitlichen Randbereiche kann auf im Stand der 
Technik ttbliche Weise erfolgen r also beispielsweise durch 
.Wegstanzen. Weitere Ma&nahmen zur elektrischen Isolierung der 
10 Leiterbahnen, welche nach dem Entfernen der seitlichen Rand- 
: bereiche auf der Leiterbahn-Schichtstruktur verbleiben, sind 
nicht erforderlich, Es miissen also im Innenbereich der Lei- 
terbahn-Schichtstruktur-Vorstufe im Bereich der Leiterbahnen 
keine Sollbruchstellen vorgesehen werden, wie dies im Stand 
15 , der Technik ublich war, und ein DurchstoSen der Sollbruch- 
stellen nach der Galvanisierung entfallt. Da in der erfin- 
dungsgemafien Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe Sollbruch- 
stellen nicht notwendig sind, kann der Abstand zwischen Lei- 
terbahnen und einer benachbarten Anschlussebene geringer 
20 sein, als dies bei den Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf en 
des Standes der Technik mc-glich war. Auch der f lachenmaBige 
Verlust, der durch den relativ groBen Platzbedarf der Leiter- 
bahn im Bereich des Bindungsf ensters mit der Soilbruchstelle 
bedingt war, kann vermieden werden. Folgeschaden, wie sie 
25 beim Durchtrennen der Leiterbahnen im Bereich der Sollbruch- 
-..stelle bei den herkSramlichen Leiterbahn-Schichtstruktur- 
Vorstufen auftraten, gibt es bei den erf indungsgem&fien Lei- 
terbahn-Schichtstruktur-Vorstuf en nicht, 

30 Die Ausbildung der erf indungsgemalien Leiterbahn-Schichtstruk- 
tur-Vorstufe und der aus dieser erh&itlichen Leiterbahn- 
Schichtstruktur kann - abgesehen von der Anordnung der Lei- 
terbahn-Stromleitungen - grundsttzlich wie beim Stand der 
.Technik ublich erfolgen. Die verwendeten Materialien fttr den 

35 elektrisch isolierenden Trager und die Leiterbahnen sowie die 
sonstigen Komponenten der Leiterbahn-Schichtstruktur bzw. der 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e, die Anordnung der ein- 
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zelnen Komponenten usw. kdnnen also dem ixn Stand der Technik 
' Ob lichen entsprechen. Bevorzugt wird als elektrisch isolie- 
render Trager eine flexible Kunststof f-Folie verwendet. Die 
Erfindung signet sich jedoch grundsatzlich auch fUr Leiter- 
5 platten mit starrem Trager. 

Die stromzuleitung zuiti Anschluss an eine Strornquelle kann nur 
in einem der seitlichen Randbereiche der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstuf e verlaufen- Alternativ ist es m5g- 

10 lich, mehrere Stromzuleitungen in mebreren seitlichen Randbe- 
reichen der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e anzuordnen. 
ZweckmaSig warden zwei Stromzuleitungen in gegenttberliegenden 
Randbereichen der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e vorge- 
sehen. Die Leiterbahnen sind dann entweder mit der einen Oder 

15 der anderen der Stromzuleitungen verbunden, wobei die Wahl 

der jeweiligen Stromzuleitung beispielsweise von dem vorhan- 
denen Platz fur die von den Leiterbahnen zu den Strom2ulei- 
.. tungen verlauf enden Leiterbahn-Stromleitungen bestimmt wird. 
GegenUber der jeweils anderen Stromzuleitung/ an welclie die 

•20- . Leiterbahn nicht uber eine Leiterbahn- St romleitung ange- 
schlossen ist, ist die Leiterbahn elektrisch isoliert* 

Die Erfindung soli nachfolgend anhand von Zeichnungen nSher 
erlautert werden. Darin zeigen schematisch 


25 


Fig, 1 


eine Teildrauf sicht auf eine erfindungsgeiuaBe 
Le i t e rbahn-Sch-icht s t ruk tur- Vo rs tufe; 


Fig. 2 


einen Querschnitt durch eine erf indungsgemSSe 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe; 


30 


Fig. 3 


einen Querschnitt durch eine erf indungsgernSfce 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e nach der 
Befestigung auf einem elektronischen Bauteil; 


35, 
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Fig. 4 


einen Querschnitt durch eine erf indungsgemafie 
Leiterbahn-Schichtstruktur, welche auf einem 
elektronischen Bauteil befestigt ist; 


5 Fig. 5a 


eine Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e des 
Standes der Technik in Teildrauf sicht und 


10 


Fig. 5b 


eine Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e des 
Standes der Technik im Querschnitt, auf einem 
elektronischen Bauteil befestigt. 


In Fig. 1 ist die Anordnung der Leiterbahnen 2 in einer er- 
findungsgemafien Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e 1 schema- 
tisch dargestellt- Gleiche Komponenten sind mit gleichen Be- 

15 2ugszeichen wie in Fig. 5 bezeichnet* Die Leiterbahnen 2 ver- 
laufen im Innenbereich 4 auf einem elektrisch isolierenden 
Tr&ger 3, Jede der einzelnen Leiterbahnen 2 ist mit einer 
Leiterbahn-Stromieitung 7 verbunden, welche aus dem Innenbe- 
reich 4 des elektrisch isolierenden Tragers seitiich nach au- 

20 Sen verlaufen. In gegenUberliegenden seitlichen Randbereichen 
5 des elektrisch isolierenden Tracers 3 sind die Leiterbahn- 
Stromleitungen 7 mit einer der beiden Stromleitungen 6 ver- 
bunden, welche in den seitlichen Randbereichen 5 verlaufen* 
Die Stromleitungen 6 sind mit einer Stromquelle verbunden, 

25 welche in der Figur nicht dargestellt ist. 

Im Unterschied zum Stand der Technik sind die einzelnen Lei- 
terbahnen 2 der erf indungsgem&Ben Leiterbahn-Schichtstruktur- 
Vorstufe 1 im Innenbereich 4 des elektrisch isolierenden Trer- 

30 gers 3 elektrisch voneinander isoliert. Jede einzelne der 

Leiterbahnen 2 besitzt eine eigene Leiterbahn-Stromieitung 7, 
welche seitlich zu einer der Stromleitungen 6 gefUhrt ist. 
Gegenttber der jeweils anderen der Stromleitungen 6 sind die 
Leiterbahnen 2 elektrisch isoliert. Dies ist Fig. 2 zu ent- 

35 nehmen, in der ein Querschnitt entlang einer der Leiterbahnen 
dargestellt ist. Im rechten Randbereich der Figur ist die 
Leiterbahn 2 durch eine Offnung 14 unterbrochen. 
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Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch eine erf indungsgemafie 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe 1/ nachdeiu diese auf ei- 
nem elektronischen Bauteil 10 befestigt und die Leiterbahn 2 
5 mit dem Bondpad 12 der Leitungsebene 13 kontaktiert wurde. 
Der Figur ist zu entnehmen, dass das Sindungsf enster 11 - 
verglichen mit der Anordnung des Statides der Technik, wie sie 
in Fig* 5b dargestellt ist - deutlich kleiner ausgebildet 
werden kann* Auch der Abstand zwischen der Leiterbahn 2 und 

10 dem darunter liegenden Bondpad 12 kann erheblich kleiner sein 
als im Stand der Technik. Dies wird dadurch moglich, dass die 
Leiterbahn 2 im Bereich des Fensters 11 in der erf indungsge- 
m&&en Anordnung nicht durchtrennt werden muss. Die Mindest- 
lange der Leiterbahn sowie der Minde stab stand zum darunter 

15 liegenden Bondpad, wie er im Stand der Technik erforderlich 

war, urn die Leiterbahn in diesem Bereich durchtrennen zu kdn~ 
nen, werden in der erf indungsgema^en Anordnung nicht bend- 
tigt. Die Leiterbahn wird zudera nicht der Belastung ausge- 
setzt, die beirn Durchtrennen gemafi dem Stand der Technik auf 

20 sie ausgettbt wird. BeschSdigungen der Leiterbahn und der um- 
liegenden Umgebung kdnnen bei der erf indungsgemSflen Anordnung 
daher vermieden werden. 

Fig, 4 zeigt die Anordnung siner erf mdungsgemAflen Leiter- 
25 bahn-Schichtstruktur, welche durch Abtrennen der Randbereiche 
5 entlang der gestrichelten Linien aus der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstufe geiuafi Fig, 1 erhalten wird. Auiierdem 
sind 2ur Kontaktierung einer weiteren Anschlussebene Lotku- 
geln 15 auf die Anschlusspads 8 gesetzt. Das Bindungsf enster 
30 11 isr mit einer Abdeckmasse 16 verschlossen , Das Abtrennen 
der Randbereiche 5 erfolgt zweckmaftig auf im Stand der Tech- 
nik tibliche Weise, also beispielsweise durch Wegstanzen. 
Durch die erf indungsgemSGe Ausbildung der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstufe 1 konnen die Anbindungen der einzel- 
35 nen Leiterbahnen 2 an die seitlichen Stroiuleitungen 6 in ei- 
nem einzigen Arbeitsschritt unterbrochen werden* Weitere 


03/2801 17:28 +49-89-34018990 PATENT ANW ALT 

GR 00 P 1568 


8 

Schritte zur elektrischen Isolierung der eirx2elnen Leiterbah- 
nen 2 sind nicht erforderlich. 
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Patentanspruche 

1. Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e (1) mit einer Vielzahl 
5 von Leiterbahnen (2), welche auf einem elektrisch isolieren- 

den Trager (3) mit einem Innenbereich (4) und seitlichem 
Randbereich (5) angeordnet sind und welche mit wenigstens ei- 
. ner Stromleitung (6), welche im seitlichen Randbereich (5) 
der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e (1) verlauft, tlber 
10: . Leiterbahn-Stromleitungen (7) verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Leiterbahnen (2) jeweils mit einer gesonderten Lei- 
terbahn-Stromleitung (7) an die wenigstens eine Stromleitung 
(6) angeschlossen sind und die Leiterbahnen (2) innerhalb des 
15\ Innenbereichs (4) der Leiterbdhn-Schichtstruktur-Vorstufe (1) 
gegeneinander elektrisch isoliert sind* 

2. Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe gemafi Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

20. dass in zwei gegenliberliegenden Randbereichen (5) jeweils ei- 
ne Stromzuleitung (6) verlauft und dass die Leiterbahnen (2) 
liber je eine Leiterbahn-S tromleitung (7) mit einer der Strom- 
leitungen (6) verbunden und gegenuber der jeweils anderen 
Stromleitung (6) elektrisch isoliert sind. 

25 

3. Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe gemafi Anspruch 1 oder 
Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der elektrisch isolierende Tr&ger (3) eine flexible 
30 Kunststof f-Folie ist. 

4. Leiterbahn-Schichtstruktur, erh&ltlich aus der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstuf e gemafl eineia der Ansprttche 1 bis 3 
durch Entf ernen, insbesondere Wegstanzen, des seitlichen 

35 Randbereiches (5) oder der seitlichen Randbereiche (5), in 
weichen die wenigstens eine Stromleitung (6) verlauft. 
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Zusammenf assung 

Leiterbahn-Schichtstruktur und Vorstufe zu dieser 

5 

Die Erfindung betrifft eine Leiterbahn-Schichtstruktur-Vor- 
stufe mit Leiterbahnen, welche auf eineiu elektrisch isolie- 
renden Trager mit einexu Innenbereich und seitlichem Randbe- 
reich angeordnet sind und welche mit wenigstens einer Strom- 

10 leitung, welche im seitlichen Randbereich veriauft, Ober Lei 
terbahn-Stromleitungen verbunden sind. Pro Leiterbahn ist je 
weils eine Leiterbahn-Stromleitung vorhanden. Die Leiterbah- 
nen sind innerhalb des Innenbereichs der Leiterbahn* 
SChichtstruktur-Vor$tufe gegeneinander elektrisch isoliert* 

15 Die Erfindung betrifft weiterhin eine Leiterbahn- 
Schichtstruktur/ welche aus der Leiterbahn-Schichtstruktur- 
• Vorstufe erhaitlich ist. 


Figur 1 


